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DETAIL A
MAßSTAB 4:1

optical centerfirst pixel

 3,1 
 1,52 ±0,20 

 1,02 
 0,62 ±0,10 

 0,5 glass** 

B-B (4:1)

maximale Drehung des optischen Bereichs
relativ zu den Sensorkanten: 1,0°
(maximum rotation of the optical area
relative to package edges: 1,0°)

*Freiraum für angrenzende Bauteile berücksichtigen
(note: Consider free space for adjoining components)

**Refractive index n=1,5

Musteransicht

Detail Z:    Detailansicht aus Vorderansicht erzeugen.•
Schnitt A: Schnitt durch Detailansicht•
Sensor-Toleranzen aus dem jeweiligen Datenblatt entnehmen•

       Q:\entwicklung\datasheets\Sensoren\Sony\CMOS\1040_IMX273
Fehlende Maße hinzufügen•

Musteransicht
Fehlende Maße ( Platinen Dicke) von dem aktuellen Board •

entnehmen bzw. ergänzen s.H. Bild

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

N/A

N/A

N/A


	ECN
	Zeichenansicht1

	Massblatt
	Zeichenansicht8
	Zeichenansicht9
	Zeichenansicht10
	Zeichenansicht11
	Detailansicht A (4 : 1)
	Schnittansicht B-B


